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Objetivos

4
4

4

Elementos internos
de un sistema
microinformatico

Conocer el hardware comercial de un equipo microinformético.

Manejar con destreza los conceptos relativos a los componentes de un
equipo.

Detectar posibles incompatibilidades entre los distintos elementos de cual-
quier dispositivo.
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Mapa conceptual

Glosario

Bus. Es un canal mediante el cual se transmiten datos entre distintos componentes dentro
de un equipo informatico.

CapiTuLo 2

Conectores

Chasis

Tarjetas
de expansion

Placa base

Elementos
internos

Tarjeta grafica

Microprocesador

Chipset

Chipset. Grupo de chips. Se denomina chipset al principal circuito integrado de una placa
base.

CRC. Acrénimo de Comprobacion de Redundancia Ciclica. Es un sistema para detectar
errores en la informacién.

Efecto Peltier. Efecto termoeléctrico que, basicamente, consiste en aplicar un voltaje a un
material el cual permite enfriar un dispositivo de forma mas rapida. Se utiliza en las
tarjetas de video.

Gbps (gigabit por segundo). Mdltiplo de la velocidad de transmisién. La unidad es el bau-
dio, también denominado bit por segundo.

Jumper. Se utiliza para conectar (puentear) dos patillas de un dispositivo electrénico.

Microsoft DirectX y OpenGL. Son unas librerias (software) utilizadas, entre otras cosas,
para programacion de videojuegos o simplemente video. Estas librerias hacen que el
procesamiento grafico sea mucho mds rapido.

NVMe. Acrénimo de Non Volatile Memory Express. Es una especificacién de una unidad
SSD conectada a través de un bus PCl Express o PCle.

Paridad. Es informacién extra que se utiliza en transmisién o almacenamiento de datos
para detectar o corregir errores en los datos. Las memorias de algunos servidores la
utilizan también para verificar que en su contenido no hay errores.
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PCI Express. Es un estandar de comunicacion de las placas base. Destaca por su velocidad
y, por ello, es utilizado por dispositivos rapidos como las tarjetas de video.

2.1. Introduccion

En el primer capitulo se ha podido estudiar como trabaja un equipo microinformatico desde
el punto de vista funcional. En este capitulo se estudiard con mas profundidad el hardware
comercial y qué elementos tiene un dispositivo microinformatico (placa base, memoria, micro-
procesador, conectores, etc.).

2.2. Conectores

Cualquier dispositivo tiene conectores internos o externos. Los conectores son elementos de
interconexién entre los distintos componentes internos del equipo y algunos dispositivos ex-
ternos como los periféricos, los cuales anaden funcionalidades al propio sistema.

Los conectores estan estandarizados, tanto los que permiten que el equipo se conecte a In-
ternet, raton, teclado, altavoces, etc., como los que conectan internamente un disco duro, unidad
SSD, lector 6ptico, etc.

2.2.1. Conectores externos

En este apartado se describen los conectores externos, que son el conector USB, el conector
Thunderbolt, el conector de sonido y los puertosVGA, DVI y HDMI para el monitor (figura 2.1).

Conector Conector
Conector VGA Ethernet
PS2 Conector
\ \ HDMI

:

Conector c c
DVI onectores onectores
USB 3.0 USB 2.0 Conectores
de sonido
Figura 2.1

Detalle de los conectores externos de una placa base.

CAPiTULO 2
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A) El conector USB

El USB es uno de los conectores mas utilizados por su simplicidad, resistencia y fiabilidad.
A continuacién, se enumeran algunas de las caracteristicas de este conector:

v

v

CapiTuLo 2

Plug and play. Todos los USB tienen esta caracteristica, eso quiere decir que los disposi-
tivos se conectan y ya pueden utilizarse.

Velocidad. E1 USB 3.0 es diez veces mas rapido que su antecesor, el USB 2.0 (que va a
una velocidad de 480 Mbps).

Retrocompatibilidad. Los dispositivos USB son retrocompatibles. Esto quiere decir que
si se conecta un dispositivo USB 3.0 a un puerto USB 2.0, el dispositivo funcionara
correctamente pero no a la maxima velocidad. Por el contrario, si se conecta un dispo-
sitivo USB 2.0 a un puerto USB 3.0 el dispositivo también funcionara sin problemas
(obviamente al ser USB 2.0 no podra disfrutar de las ventajas del conector USB 3.0).
Tipos de conexiones. Como puede verse en la figura 2.2, hay varios tipos de conectores.
Los conectores tipo A y B son parecidos y retrocompatibles con los conectores A y B
USB 2.0, mientras que en el caso del conector USB 3.0 aparece un nuevo conector
micro-B. Este conector es muy utilizado en dispositivos como los discos duros externos.
USB 3.1. SuperSpeed USB. La nueva especificacion de USB es la USB 3.1 o Super-
Speed USB 10 Gbps, la cual ofrece un modo a 10 Gbps gracias a una mejor y mas
eficiente codificacion de datos. Esta especificacion ofrece el doble de velocidad que el
USB 3.0 y es totalmente retrocompatible. Ademas de mejorar el rendimiento, también
mejora la eficiencia energética, lo cual redunda en un menor gasto eléctrico.

Micro USB AB USB Mini-USB USB 3.0
Tipo AB Tipo A Tipo A Tipo B

=2 =
Micro USB B
Tipo B

USB 3.0
Tipo micro-B

Figura 2.2

Tipos

de conectores USB.
Fuente: Myfpschool.

Actividad propuesta 2.1 S

Reflexiona y responde: zel conector USB 3.0 tipo A es mds répido o
més lento que el conector USB 3.0 tipo micro-USB?
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B) El conector Thunderbolt

Thunderbolt es un puerto de comunicaciones que
tienen los ordenadores Apple (MacBooks, iMac, etc.).
Tiene capacidad para transmitir tanto video y audio
como datos.

La alta velocidad de este puerto radica en que tiene
una conexion optica vy, por lo tanto, al transmitir los datos
por pulsos de luz en vez de pulsos eléctricos, su velocidad
s mayor.

Figura 2.3
Detalle del puerto Thunderbolt
de un MacBook.

Intel invent6 el puerto Thunderbolt al igual
que el puerto USB.

Cualquier periférico se podria conectar con este puerto, pero, generalmente, dada su ve-
locidad, esta disefiado para dispositivos rapidos como un monitor de alta definicidn, un disco
duro externo, etc.

Figura 2.4
Conexién en cadena Thunderbolt.

Una de las ventajas de Thunderbolt es que se pueden conectar hasta seis dispositivos en
cadena. Como se puede ver en la figura 2.4, se podria conectar un equipo a una televisiéon y
la television a su vez a otro dispositivo —como un disco duro—, y acceder desde el ordenador al
disco duro sin estar conectado directamente.

Este puerto, como puede observarse en la figura 2.5, es cuatro veces mas rapido que el
puerto USB 3.0, al trabajar con dos canales simultaneos.
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Figura 2.5
Comparativa entre los puertos USB 2.0 y 3.0 y Thunderbolt.

C) El conector de sonido

Lo normal en cualquier dispositivo es encontrar un jack de sonido externo que, a veces,
hace también las funciones de entrada de micréfono.
En cualquier placa base es habitual encontrarse con, al menos, tres entradas:

®  Tbrde. Salida de linea. Altavoces.
Azul. Entrada de linea. No esta amplificada como la entrada de micréfono.
® Rosa. Entrada de micréfono.

Las placas base con sistema de sonido 5.1 envolvente tienen, ademas, tres conectores extra:

Gris. Salida de linea para altavoces delanteros.
®  Negro. Salida de linea para altavoces traseros.
®  Naranja. Salida de linea para el subwoofer (subgrave) o altavoz central.

D) Los puertos VGA, DVIy HDMI para el monitor

El puerto VGA (Video Graphics Array) es el mas antiguo de todos; tiene 15 pines (conexio-
nes) y, normalmente, es de color azul. Es analogico, a diferencia del DVI y el HDMI, que son
digitales.

El conector DVI (Digital Visual Interface) esta disehado para obtener mejor calidad de ima-
gen en monitores digitales, por lo que con que ofrece una mejor calidad que el conector VGA.
Todos los monitores actuales son digitales y no tiene sentido hacer la conversiéon digital-analo-
gico para luego realizar la conversion contraria, analdgico-digital, simplemente para conectar
monitor y CPU. Normalmente es de color blanco.

El conector HDMI (High Definition Multimedia Interface) es mas sofisticado que el DVI y
puede transmitir video y sonido a una velocidad de hasta 5 Gb/s.
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Z Actividades propuestas

2.2. Reflexiona y responde: 3qué velocidad tiene el puerto Thunderbolt de Apple?
2.3. ;Es cierta esta afirmacién: “El conector VGA es un conector digital practicamente
obsoleto”? sPor qué?

2.2.2. Conectores internos
Los conectores internos se clasifican en los siguientes tipos:

1. Conector ATX. Es el encargado de sumi-
nistrar la energia a la placa base. Las placas
base tienen un conector ATX hembra,
mientras que las fuentes de alimentacion
poseen un conector ATX macho. Tiene
24 pines, aunque, en equipos muy anti-
guos solamente tenia 20.

2. Conector ATX-12 1V de 4 y 8 pines. Su fun-
cién es suministrar la energia al procesa-
dor. Al igual que el conector ATX, la cla-
vija hembra estd situada en la placa base
cercana al procesador y la clavija macho
provendra de la fuente de alimentacién.
Existen conectores de 4 y de 8 pines. Los
conectores de 8 pines aportan una ener-
gla extra al procesador.

3. Puerto SATA. Utilizado para conectar a la placa base los discos duros y unidades SSD.
También se utilizaban estos puertos para conectar los obsoletos lectores opticos.

4. Puerto M.2. Es la evolucion de los puertos SATA. Los NVMe con puerto M.2 funcio-
nan en modo PCI Express con la diferencia de velocidad que ello conlleva. Un NVMe
puede ser hasta seis veces mas rapido que una unidad SSD SATA.

5. Conectores para los ventiladores. Las placas base pueden tener dos conectores para los ven-
tiladores:

o .
.B360M PRO-VDH

Figura 2.6
Detalle de placa con un puerto M.2.

a) CPU fan. Son conectores con 4 pines con opcion PWM de control de velocidad.
Con esta opcidn se puede adaptar la velocidad del ventilador al rendimiento del
microprocesador.

b) CHA fan. Ventilador conectado y controlado por la placa base. Muchas placas no
tienen este conector porque es opcional.

En el capitulo 3 se profundizara sobre este puerto y se estudiaran sus caracteristicas.

6. Conectores para puertos USB externos. Ademas de la placa base, muchas cajas tienen puer-
tos externos para permitir al equipo mas posibilidades de expansion. En ocasiones,
estos puertos son mas accesibles para los pendrive o tarjetas de memoria vy, por lo tanto,
necesarios.

CAPiTULO 2



MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO

7. Conectores del Front Panel (panel frontal). Son un grupo de jumpers o conectores que van
a permitir conectar:

a) El cable de encendido (Power STV).

b) El boton de “reset” (Reset SW).

¢) Elled de actividad del disco duro (HDD LED).
d) Elled de actividad del equipo (Power LED).

8. Conector interno PC speaker. Permite conectar un speaker a la placa base. Un speaker so-
lamente se utiliza en el arranque para que el POST avise de la ausencia o presencia de
errores.

9. Conectores de sonido interno. Sirven para permitir conectar las entradas y salidas de la caja
del equipo.

e TEN EN CUENTA R AR R SRR R SRR S R RS SRR SRR AR

v Aunque en la placa base se indica dénde se colocan los conectores, en
el manual de la placa base se especifica dénde se conectan cada uno de
los conectores internos del equipo.

Actividad propuesta 2.4 AN

Reflexiona y responde: zes posible controlar la velocidad del ventilador del
procesador? 3Por qué?

2.3. Caja o chasis

La estructura y material de la caja es importante. Un chasis deficiente que no amortigiie las
vibraciones puede provocar danos mecanicos a componentes como discos duros o lectores
opticos.

2.3.1. Material de las cajas

En cuanto al material de las cajas, las mas comunes estan hechas de chapa troquelada y plastico
en el frontal. La chapa troquelada es un material muy econémico que no ofrece mucha rigidez.

Las cajas de mejor calidad estan hechas en aluminio. Este material, ademas de ser mas rigido,
es también mas liviano que la chapa troquelada. A diferencia de la chapa troquelada, las cajas de
aluminio son mas caras.
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2.3.2. Formatos mas usuales de cajas

Los formatos mas habituales de las cajas son los tres siguientes:

1. Formato estandar. Las cajas mas utilizadas son las ATX y micro-ATX. La ventaja de este
tipo de cajas es que pueden albergar los formatos de placas base mas comunes como son
los formatos ATX y micro-ATX. Las cajas micro-ATX tienen la ventaja de ocupar un
menor espacio, pero el inconveniente de que la fuente de alimentacién que utilizan, al
no ser ATX, puede ser complicada de reemplazar.

2. Formato mas pequeiio. Cajas mini-ITX. Suelen soportar placas base mini-ITX, las cuales
son muy usuales cuando se desea un formato reducido. Este tipo de cajas suelen tener
una fuente de alimentacién de poca potencia (alrededor de 150 vatios). Algunos de es-
tos modelos se pueden atornillar en la parte trasera del monitor, con lo cual se despeja
el espacio de trabajo. Existen cajas mucho mas pequefias como son las cajas pico-ITX
(formato muy comun en barebones).

3. Formato grande. Cajas E-ATX o Extended ATX. Este tipo de cajas se utilizan en servi-
dores o en situaciones en que se necesita mucho espacio. Una de las ventajas de este
tipo de cajas es la mejora de la ventilacidn y el espacio extra para una ubicacién mas
correcta de los componentes.

Z Actividad propuesta 2.5

Reflexiona y responde: los formatos ITX son menos o mds reducidos que los ATX?

2.4. Placa base

La placa base es un componente fundamental en un sistema informatico. Generalmente, una
buena placa base asegura un sistema eficiente. En ocasiones, es mejor invertir el presupuesto
de un equipo en comprar una mejor placa base que en un mejor microprocesador, porque el
rendimiento del sistema sera mayor.

2.4.1. Formatos de placa base o factor de forma

El formato de la placa base se denomina factor de forma. Desde hace mucho tiempo se sigue uti-
lizando el mismo formato: el ATX (Advanced Technology Extended). Fue uno de los formatos mas
usuales, aunque ahora se utilizan también, mucho, formatos mas reducidos como el micro-ATX
y mini-ITX; este tltimo cuando la necesidad de reduccién es mayor.

La localizaciéon de los componentes en una placa base ATX no se hizo al azar; en ella los
componentes se sitian con la finalidad de que la caja esté mas ventilada, al colocar la fuente de
alimentacién encima del microprocesador, y de modo que haya menos marafia de cables, pues
las unidades de almacenamiento estan cercanas a los puertos SATA.
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RECUERDA .................................................................................................

v Cuando la necesidad de reduccién es muy grande, hay formatos como los
nanoTX (12 x 12 cm) o picolTX (10 x 7,2 cm), que permiten una reduccién
dréstica del espacio. Ademés, al tener un espacio tan reducido, la memoria
utilizada es SO-DIMM como la de los portdtiles.

A) Los smartphones

Los smartphones son, basicamente, un ordenador en miniatura. En la figura 2.7 se puede ob-
servar coOmo un smartphone esta compuesto de una placa base, una bateria y un sistema de carga,
elementos que son comunes con los que pueda tener un portatil, por ejemplo.

Los smartphones tienen un procesador denominado SoC (System on a Chip). Los SoC son los
procesadores que tienen las tabletas, smartphone, wearables y muchos dispositivos méviles.

Placa base

Bateria .
Modulo vibrador (detalle)

Sistema de carga

Figura 2.7
Detalle del interior
de un smartphone.

B) El SoC

Desde hace mucho tiempo, los microprocesadores han seguido la arquitectura x86, pero,
con la irrupcién de los smartphones y tabletas, la arquitectura ARM ha adquirido mucha impor-
tancia, dado que estos dispositivos siguen esta arquitectura. Esta arquitectura, en principio, se
disend para dispositivos de muy poca capacidad de procesamiento y bajo consumo, al contrario
que la arquitectura x86, donde lo que prima es la potencia de calculo y velocidad.

Esto ha permitido llegar a disenar microprocesadores que, ademas del procesamiento de
datos, se hiciesen cargo de otras caracteristicas como el bluetooth, la entrada/salida, el procesa-
miento grafico, etc. Estos microprocesadores se denominan System on a Chip (SoC), puesto que
el mismo microprocesador hace funciones que en una arquitectura clasica harian otros compo-
nentes. Con la evolucién tecnoldgica, los SoC cada vez tienen mas poder de procesamiento y
pueden realizar funciones mas complejas.
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TomaA NOTA

La velocidad de un SoC depende del ndimero de ntcleos. Aparte de lo eficiente que sea,
cuantos mas nucleos tenga un procesador, mas tareas podra ejecutar de forma simulta-
nea y, a la postre, su potencia de calculo serd mayor. Ademas del nimero de ndcleos,
hay que tener en cuenta la velocidad de los mismos.

Una de las principales diferencias entre un SoC eficiente y uno mas flojo es la GPU. La
GPU o Graphics Processing Unit es el coprocesador grafico dedicado al procesamiento de image-
nes y su mision es descargar a la CPU de trabajo para, asi, mejorar el rendimiento del sistema.
La GPU esta especializada en el procesamiento de graficos y operaciones matematicas en coma
flotante. Las GPU actuales tienen una gran potencia de calculo, pero no pueden reemplazar a
la CPU, puesto que ambas estan disenadas para propositos diferentes. De la GPU depende la
potencia grafica del SoC y, por lo tanto, de las aplicaciones que este puede tener en el mercado.
Disponer de una GPU mas evolucionada implica poder gestionar una pantalla con mas resolu-
ci6én y de forma mas eficiente.

Otro de los factores que determinan la evolucion de un SoC es la litografia o tecnologia de fa-
bricacion. Cuanto mas pequena sea la tecnologia de fabricacion, mas evolucionado estara dicho mi-
croprocesador. Una tecnologia de fabricaciéon menor implica menos gasto energético y una mayor
concentracion de transistores en el mismo espacio. La tecnologia de fabricacion indica el tamano
de las puertas 16gicas con las que estan construidos los circuitos de un SoC. Una tecnologia de 14
nandmetros quiere decir que las puertas 16gicas tienen un tamano aproximado de 14 nanémetros.

2.4.2. Socket o z6calo de la CPU

El socket es el conector donde se coloca el microprocesador en la placa base. Existen dos tipos
de z6calos muy utilizados, el PGA y el LGA.

a) Socket PGA. Este socket se compone de una matriz de conectores o contactos, mientras
que las pastillas o pines estan en el microprocesador. Son socket utilizados por los proce-
sadores AMD.

b) Socket LGA. Los pines estan en el socket en vez de en el microprocesador, mientras que
el microprocesador tiene una serie de contactos. Estos socket son mas delicados al tener
los pines en ellos mismos. Este tipo de socket son usados por los microprocesadores Intel.

FUNDAMENTAL

Se denominan zécalos ZIF a aquellos zécalos que tienen un mecanismo
que no necesita realizar presion para fijar el microprocesador a la

placa base. Tienen una patilla que hace que encaje el microprocesador
en la placa base sin tener que hacer ninguna presién sobre él.
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2.5. BIOS

BIOS es el acronimo de Basic Input Output System (sistema basico de entrada y salida). La BIOS
realiza una serie de funciones antes de que el sistema operativo se haga con el control del equi-
po y es la encargada de poner en marcha las operaciones basicas de entrada salida del sistema
informatico, entre otras funciones.

Una de las funciones de la BIOS es identificar los componentes basicos del equipo (micro-
procesador, memoria, unidades de almacenamiento, chipset, etc.) y pasarle su referencia o camino
inicial al sistema operativo para que actlie en consecuencia.

I TEN EN CUENTA R A AR [

v Hay que evitar hacer modificaciones a pardmetros de la BIOS. Si se cambia algin
valor sin saber realmente lo que se estd haciendo es posible que el equipo no fun-
cione correctamente. En el caso que se opte por realizar cambios en la BIOS, el
procedimiento ha de ser mediante un solo un cambio cada vez, y comprobar el co-
rrecto funcionamiento. No deben modificarse muchos pardmetros simultdneamente.

Si se hacen modificaciones a la BIOS y el sistema no funciona como deberia, la
solucién puede ser ejecutar la opcién de “restablecer los pardmetros por defecto”.

La BIOS viene con una configuracidon por defecto vy, generalmente, no hay que modificar-
la, salvo raras excepciones. Una de las posibles modificaciones es el cambio de la secuencia de
arranque, que se explicard en la practica 2.1. Cuando se necesita arrancar el equipo desde otro
dispositivo (pendrive, lector dptico, etc.) y esto no estd contemplado previamente en la configu-
racién de la BIOS,; se necesitard cambiar la secuencia de arranque.

No existen muchos fabricantes de BIOS. Dos de los fabricantes con mas BIOS en el
mercado son AMI (American Megatrends Incorporated) y AWARD-Phoenix. Aunque los menus
pueden ser distintos dependiendo de la marca, el manejo y los distintos parametros suele ser
muy parecido.

v/ Aunque el contenido de las BIOS de diferente marca sea distinto,
un técnico que conoce el funcionamiento de la BIOS no tendrd
problema en modificar los pardmetros de cualquier BIOS.

La BIOS es un programa (almacenada en una memoria flash EEPROM o memoria ROM
de lectura y escritura) en el que sus datos se almacenan en una memoria CMOS. Esta memoria
es un tipo de memoria RAM con la caracteristica de que consume muy poca energia y esta
alimentada por una pila. Esa pila, modelo CR-2032 de 3,3 voltios, que esta alojada en la placa
base, suele durar afios en funcionamiento, pero cuando se agota el sistema suele mostrar men-
sajes del tipo “CMOS Checksum Invalid” y se pierde el ajuste de la hora.
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